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摘要(译)

本发明提供一种薄膜封装材料、薄膜封装结构和OLED显示面板，其中所
述薄膜封装材料为含硅无机聚合物。该薄膜封装材料既具有无机物薄膜
材料的较高的阻隔水氧性能，也具有有机聚合物薄膜材料的柔性和挠曲
性能，能够显著降低薄膜的应力并提升OLED显示面板的柔性功能，形成
的薄膜封装结构不容易出现微裂纹。
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